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USB, mint megbizhat6 adat-interfész ipari kornyezetben

Altalanos rendelési adatok

hasznalt késziilékéhez. A szamos elé6nynek kdszonhetéen
tobbnyire USB-aljzatokat hasznalnak a villamosenergia-
iparban.

Az USB-A, -B - C és -Micro komponensek széles valasztéka
a holnapra kész késziilékkonstrukciét tesz lehetévé 10

Verzid

OMNIMATE Data - USB csatlakozdk, hiivelyes
érintkezésor, 5 Gbps, THT/THR-forrasztott
csatlakozassal, 180°, 2 1500, Osztas, mm (P):
2.00 mm, Pdlusszam: 8, LCP, kék, Tray (manual
assembly)

Rendelési szam

Gbit/s sebességig. USB NYAK aljzataink a robusztus

1549730000

USB3.0AR1V 3.0N2 TY BL

4050118356083

USB 2.0, 3.0 és 3.1 szabvanyokat timogatjak a gyors és Tipus
., e . GTIN (EAN)
konny( adatatvitel érdekében. aty

500 Stiick

Az egyes csatlakozdk a nagy tartdssagra vonatkozé Csomagolas

Tray (manual assembly)

kovetelményeknek is megfelelnek, és megbizhatd

csatlakoztatast biztositanak.

¢ Akar 10,000 dugaszolasi ciklus

* THT, THR vagy SMD forrasztasi eljarasok

¢ 180°-o0s (fliggbleges/alld) vagy 90°-os (vizszintes/fekvd)
kialakitassal kaphato

 Télcas (TY) vagy tekercses (dobra csévélt tekercs, RL)
csomagolas

* Megerdsitett aranyréteg a korrézié elleni hatékonyabb
védelemért

* Az USB 3.1 aljzatok gyors, akar 10 Gbit/s adatatvitelt is
tamogatnak.

* Az USB-C aljzatok hibamentes dugaszolast tesznek
lehetévé a szimmetrikus kialakitdsnak koszonhetéen.

¢ Megbizhato plug & play mikodés - a rendszer
leédllitasa vagy Ujrainditasa nélkil csatlakoztathato és
levalaszthaté
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Méretek és tomegek

Mélység 7.1 mm Mélység (coll) 0,28 inch
Magassag 18,9 mm Magassag (coll) 0,744 inch
Legalacsonyabb véaltozat magassaga 14,95 mm Szélesség 14,65 mm
Szélesség (coll) 0,577 inch Nett6 tomeg 0,468¢g
Electrical properties

Névleges fesziiltség 30V Névleges aram 1.6A
Szigetelés eréssége 2 1000 MQ Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 100 V AC
Anyagjellemzdk

Szigetel6anyag LCP Szin kék
Szinskala (hasonlo) RAL 5012 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam Szigetelés eréssége

(CTI) =500 = 1000 MQ
Moisture Level (MSL) 1 UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Erintkez6 alapanyaga Foszfor-bronz Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezé felulet

Arany a nikkel felett

Dugaszolhato csatlakozés
rétegszerkezete

30..80 u" Ni /230 u" Au

Tarolasi h6mérséklet, min.

-40 °C

Tarolasi hdmérséklet, max.

85°C

Uzemi hémérséklet, min. -40°C Uzemi hémérséklet, max. 85 °C
Csomagolas

Csomagolas Tray (manual assembly) VPE hosszusag 257 mm
VPE szélesség 222 mm VPE magasséag 10 mm
Rendszerspecifikacidk

Csatlakozas tipusa Aljzatos csatlakozd Dugaszolasi ciklusok = 1500

Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Forrasztasi eljaras Reflow forrasztas, Kézi
csatlakozassal forrasztas, Hullamforrasztas

Forrasztészem furatatmérdje (D) 0,7 mm Forrasztotiiske hossza (1) 3 mm

Forrasztétiiske méretei Nyolcszogletl Forraszt6tiiskék szama pélusonként 1

Kimend konyok 180° LED Nem

Osztas, inch (P) 0,079 " Osztas, mm (P) 2 mm

Pélusszam 8 Shield tabs none

Teljesitménykategdria Termékesalad OMNIMATE Data - USB
5 Gbps csatlakozdk

Tolerance of solder pin position + 0.1 mm Vezetékezés A tipus, USB 3.0

Védelmi osztaly IP20 Arnyékolas Igen

Arnyékolas feliilete nikkelezett Arnyékolo anyag Sargaréz

Atviteli sebesség 5 Gbps

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637

ECLASS 9.0 27-44-04-02 ECLASS 9,1 27-44-04-02

ECLASS 10.0 27-44-04-02 ECLASS 11.0 27-46-02-01

ECLASS 12.0 27-46-02-01 ECLASS 13.0 27-46-02-01
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Letoltések
Engineering Data CAD data — STEP
Product Change Notification 20221018 Anderung der Verpackung (1549730000)
20221018 Change of packaging (1549730000)
User Documentation MAN IE GUIDE DE
MAN [E GUIDE EN
Katalogusok Catalogues in PDF-format
Kiadvanyok MB FREECONCONTACT EN

FL FIELDWIRING EN
PI PROFINET CABLING EN
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Jelmagyarazat

Colour / Special Option BL blue (plastic)
BK black [plastic)
WH whita (plastic)
so ized product
Packaging ™ Tray in box (manual assembiy}
RL Tape on Reel (automated assembly)
v Tube
Contact surface thickness 4 1=3y" 2«6y 3= 16)" 4= 30p", 5 = 504
N no use
Solder Pin length 3.2 3.2mm
16 1.6 mm
o SMD
Direction H Harizontal (90°, side entry)
u Horizontal, Upright 90°
v Vetical (180°, top entry)
Number of Ports 1 1Pont
21; 41;.. multi ports about each other, Multilevel
Assembly on PCB R Through Hole Reflow - THR
Saldering process: Wave or Reflow soldering
s Surface Mount Technology - SMT
Soldering process: Reflow soldering
T Through Hole Technology - THT
Saldering process: Wave
“Type / Parformance 2.0 USE 2.0 Type A
3.0A USB 3.0 Type A
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Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included
two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmiiller PCB terminals and connectors are
qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:
- PCB thickness

- Proportion of Cu in the layers

- Single/double-sided assembly

- Product range

- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum
soldering temperature of 260°C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above
maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.
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Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production.
But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of
solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:
* Time for pre heating

* Maximum temperature

* Time above melting point

* Time for cooling

* Maximum heating rate

* Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are
prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically <+3K/s. In parallel the solder paste is ,activated’. The
time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum
temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at =-6K/s solder is
cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.

We reserve the right to make technical changes.
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